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Disclaimer
이 자료는 해당 법률에서 허용하는 상황에서 정보 제공의 목적으로 사용됩니다. 이는 특정 투자 목적, 재정
상황 또는 수령인의 특별한 요구와 관련이 없습니다. 본 자료는 향후 정보 제공의 목적으로만 제공되었으며
본 자료의 복사, 복제, 재배포는 금지되어 있습니다.

본 자료에 대한 재무 결과에는 현재 이용 가능한 정보에 비추어 주식회사 넥스틴의 가정과 기대를 나타내
는 예측, 전망 및 기타 예측 진술이 포함되어 있습니다. 역사적 사실에 대한 진술 이외의 모든 진술은 미래
예측 진술로 간주될 수 있는 진술입니다. 본 자료에 사용된 '예상하다', '추정하다', '의도하다', '기대하다', '~
일 수도 있다', '계획하다' 등의 단어와 관련된 유사한 표현은 미래예측 진술을 식별하기 위한 것입니다.

이러한 예측 등은 현재 시장 동향, 회사 경영 등에 기초한 것입니다. 실제 결과는 실질적으로 긍정적이거나
부정적인 방식으로 달라질 수 있습니다. 예측은 주식회사 넥스틴의 통제 범위를 벗어난 불확실성과 우발적
상황에 따라 달라질 수 있습니다. 본 자료에 표현된 모든 의견은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

대표자 및 임직원은 이 자료의 전부 또는 일부를 사용함으로써 발생하는 손실이나 손해에 대해 어떠한 책
임도 지지 않습니다. 본 자료는 유가증권이나 관련 금융 상품을 매수 또는 매도하도록 권유하거나 제안하는
것으로 해석되어서는 안 됩니다. 수신자는 이 자료의 전부 또는 일부를 자신의 판단을 대신하는 것으로 간
주해서는 안 됩니다. 
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홍보동영상 (Ice Breaking)
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INTRO
반도체 검사 장비란 무엇인가? 



반도체검사장비란무엇인가?01
Chapter 01. INTRO

반도체 검사 장비

Electrical 

Tester

반도체 소자의 회로 제작 완료 또는 패키지 제작 완료 후 전기적 작동 확인

(Optical) 
Inspection 
System

반도체 소자의 회로 제작 과정의 패턴 불량 발생 확인

Machine
Vision

반도체 소자의 패키지 제작 완료 후 외관의 불량 발생 확인



반도체 패턴 결함 검사 공정 및 중요성02
Chapter 01. INTRO

 단위 공정 횟수: 2,000 ~ 3,000여 회
 패턴 결함검사 공정 횟수: 400 ~ 600여 회

패턴결함
(40%)

필름
두께

이온
농도

오정렬

임계선폭

Yield Loss
원인

25nm

반도체 소자업체의 패턴 결함 검사 장비의 활용

 R&D: Defect-free 신규 공정의 개발

 Production: 생산 수율 관리 및 생산량 예측

 공정 불량의 최대 원인은 패턴 결함과 이물(particle)의 발생: 약 40%

 패턴 결함과 이물의 발생은 사전 예방에 어려움이 있어 실시간 관리가 필수적임

검사장비를 통해 공정 불량 오류를 예방하고 실시간 수율 관리



광학패턴결함검사 장비의분류03
광학 패턴 결함 검사 장비: Mix-and-Match Solution(검출감도 & 검사속도)

Bright-field Tool

반사광

 266nm DUV 광원

최고 검사감도

검사 단위 : 나노미터(nm)

최저 처리량

KLA Price: 약 200억원

AMAT Price: 약 130억원

Dark-field Tool

산란광

 355nm UV 광원

중간 검사감도

검사 단위 : 나노미터(nm)

빠른 처리량

KLA Price: 약 100억원

Hitachi Price: 약 30억원

Macro Tool

반사광

가시광선

최저 검사감도

검사 단위 : 마이크로(μm)

가장빠른 처리량

KLA Price: 약 30억원

Camtek Price: 약10억원

Chapter 01. INTRO
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Higher Throughput & Longer Wavelength of Illumination Source

KLA39xx

KLA29xx

KLA Voyager

Camtek AEGLE
ONTO Dragonfly

AMAT
Enlight

KLA Circle
NEXTIN KROKY

DUV(193nm~266nm) UV(351nm~355nm) Visible(400nm~700nm)

Brightfield
Tool
(US$2.84B)

Darkfield
Tool
(US$1.36B)

Macro
Inspection
Tool
(US$0.86B)

VS.
KLA             NEXTIN 
PUMA          AEGIS

Year 2024

Year 2026
Nano-scaled sensitivity Micron-scaled sensitivity
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회사개요



회사개요01
Chapter 02. 회사개요

July 1st, 2010Establishment

HQ / R&D       23-12 Dongtansandan 9-gil, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do 18487, Korea

Israel R&D      4 Plaut St., Rehovot 7070604, Israel

China MC       江苏省无锡市新吴区锡绅路

US Branch      3003 N. 1st St., San Jose, CA 95134    

Location

Wafer Inspection Systems for Planar Process

Wafer Inspection Systems for 3-dim. Process

Macro Inspection Systems for HBM Process

e-Charge Removal System for EUV Process

Products

NEXTIN (Korea): 131+

NEXTIN (China): 24+

NEXTIN Israel R&D Center: 8

Number of
Employees

www.nextinsol.comWeb Site



거점현황02
Chapter 02. 회사개요

NEXTIN Singapore
(CS Center)

NEXTIN Israel
(R&D, Rehovot)

Selling-Ware
(Taiwan)

Merconics, Gmbh
(Germany)

NTV, LLC
(USA)

ZEN-EI, Inc.
(Japan)

NEXTIN, Inc.
(HQ, Korea)

NEXTIN  Warehouse

Hermes-Epitek
(SE Asia)

NEXTIN China
(MC, Wuxi)

NEXTIN US
(CS, San Jose)

글로벌 네트워크 강화를 통해 전 세계 시장의 입지 확대



회사연혁03
Chapter 02. 회사개요

COMPANY HISTORY
2010. 07 ㈜넥스틴 설립

2012. 11 이스라엘 연구소 설립

2014. 10 AEGIS Inspection System 출시(독일 프라운호퍼연구소)

2017. 06 ISO9001 Quality Management System 인증 획득

2020. 10 KOSDAQ 상장(100th 기술특례기업)

2022. 04 ㈜자이시스 흡수 합병

2024. 01   중국 현지 법인 설립

AWARDS
삼성전자 혁신기술기업 선정(2014)

과학기술정보통신부 장영실상 수상(2014 & 2017)

중소기업벤처부 반도체소재부품장비 강소기업 선정(2019)

과학기술정보통신부 우수기업연구소 지정(2020 & 2023)

산업통상자원부 세계일류상품/차세대일류상품 선정(2021 & 2023)

산업정책연구원 국가산업대상(2021 ~ 2025)



국내3사성능평가04  
Chapter 02. 회사개요

 Dark Field Inspection System의 국산화에 대한 수요



수상 & 인증05
Chapter 02. 회사개요

회사는 지속적인 기술 혁신과 우수한 성과를 바탕으로 다수의 대내외 상을 수상



사회적책임06
Chapter 02. 회사개요

 2020-2024 누적 후원금 : 11억원, 2024년 후원금: 2.3억원

 Startup 지원 펀드 출연금: 50억원, 2023년 7월 장애인 탁구선수단 운영

 2021-2024 사내 Cafeteria 기부금: 1.1억

나눔 명문 기업으로서의 사회적 책임을 실천하며, 공동체 기여를 목표



지속가능경영( E S G )07
Chapter 02. 회사개요

경기비발디 나눔축제
(취약계층 명절선물 포장 봉사)

청운보육원
(“경험”을 위한 지원 활동)

푸르메365런
(장애아동 재활치료 후원 마라톤)

 장학 지원 / 취약계층 후원 / 문화 매칭 펀드

 봉사, 지원 활동

 연수원, 카페테리아 이용 기부 문화

 일상의 한 부분으로 스며든 기부문화 정착은 임직원과 함께 추구하는 사회공헌의 방향

환경 보호, 사회적 책임, 투명한 지배구조를 통해 장기적인 기업 가치를 창출



글로벌전시회참가08
Chapter 02. 회사개요

‘SEMICON JAPAN 2024’ 참가
‘24년 12월 11일 - 도쿄

‘SEMICON KOREA 2024’ 참가
‘25년 2월 19일 - 서울

‘SPIE Photonics West 2025’ 참가
‘25년 2월 23일 - 샌프란시스코

‘SEMICON EUROPA 2024’ 참가
‘24년 11월 12일 - 독일

학회 및 전시회를 활용한 신규 고객 및 네트워크 확장



사업현황
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01 Well-balanced 매출포트폴리오

Cumulated Install Base(25.06)

DeviceRegion

Non-Korea 51%

Logic 27%

DRAM 52 % FLASH 18%

─ Major Customers ─

Chapter 03. 사업현황

Korea49%

Others 3%

 국내외 주요 파트너사 및 고객별 포트폴리오



Revenue & Profit Trend 102
Chapter 03. 사업현황

(출처 : 한국경제신문)

 3년 연속 40%가 넘는 영업이익률 달성



03
Chapter 03. 사업현황

21

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2020 2021 2022 2023 2024 2025(F) 2026(F)

Revenue Operation Profit

41%

49%

39%
36%

(62.2%)

(52.2%)

(63.6%)

(86.9%)

(단위: 10억원)

44%

(88.3%)

KROKY
IRIS

ResQ

China Portion Trend

Revenue Trend

내수

수출
(중국)

 다양한 신제품 개발을 통해 포트폴리오의 안정성과 경쟁력 강화

Revenue & Profit Trend 2



04 Products & Developments
Chapter 03. 사업현황

AEGIS-Ⅲ
 Wafer Inspection System

 2차원堺이미징堺촬영堺기술 

IRIS-Ⅱ
 Wafer Inspection System

 NAND 3차원  검사堺장비 

ResQ
 Wafer Electrostatics Charge 

Removal System

 EUV 공정堺특화堺장비 

KROKY
 Wafer Inspection System

 HBM Macro 검사堺장비 

 주요 제품



05 AEGIS Evolution
Chapter 03. 사업현황

AEGIS

(2-Dim. Imaging 
System)

2014
AEGIS-XT

(Higher X-put)

2016AEGIS-DP

(New IP Engine)

2018AEGIS-II

(Higher Performance Optics)

2020
AEGIS-III

(Higher X-put & New IP Engine)

2022

AEGIS-IV

(Under development)

2025

 주력 제품의 끊임없는 기술 혁신을 기반으로 미래 시장을 선도!!

 Bright-field & Dark-field Inspection Capability

 Cost-effective Inspection Solution



06 KROKY for HBM (Macro Tool)

 첨단HBM은더많은 Warpage  발생(광학검출한계발생)

 KROKY 장비는특허된광학기술과알고리즘으로이런한계를극복

 KROKY는경쟁사대비유일한솔루션

Competitors NEXTIN KROKY
Wafer Warpage Ring-frame Wafer

VS.

What do you see?
@ astigmatism test

Defective Bump

Chipping

 KROKY 장비는 첨단 HBM Warpage 문제를 해결한 유일한 솔루션!!

Line Crack

Chapter 03. 사업현황



 반도체 제조 공정은 3차원으로 전환 발전 중

 새로운 개념의 3차원 Inspection 장비 개발 필요성 대두

 인텔과 2018년부터 공동 개발 시작 & SK Hynix 에서 양산 성능 검증 완료 @ 2024. 12

07 IRIS for 3D Process

 검사장비의 새로운 패러다임, 비파괴검사장비 IRIS-II

Chapter 03. 사업현황



 약한 정전기 전하도 <10nm 설계 노드에서 수율을 저하시키는 결함을 유발함.

 2022년 4월 ㈜자이시스 인수합병 후 양산 제품 개발 & 개발비 약 70억

 2023년 8월부터 Samsung Foundry(3nm & 4nm) Fab 에서 양산 성능 평가 진행 중

08 ResQ for Electrostatic Charge Removal

 선단공정에서 발생되는 미세 정전기 제거 장비 – 세계최초 개발

Chapter 03. 사업현황
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신규사업



Chapter 04. 신규사업

Axiomatique NEXTIN

“ ”
 Resolution & T-PUT 향상

 저피폭

01 New business “X-ray 검사시장 진출”

 넥스틴, 차세대 반도체 패키지·배터리 검사시장 본격 진출

(출처 : 디일렉)



Chapter 04. 신규사업

 TSV 등 Metal 배선 內 Void 검출 → Defect point, FIB 단면 형성 필요 → SEM or TEM 분석

 X-ray 적용, 비파괴 분석 (NDT)으로 defect 위치, 형태 검출 및 검증 필요

 X-ray System

02 X-ray System 필요성

SEM 단면 분석 X-ray 단면 분석



Chapter 04. 신규사업

높이:720um

03 Hybrid Bonding이 필요한 이유

 Bump들이 사용하고 있는 Z-axis 공간을 chip으로 채우기 위함



Chapter 04. 신규사업

04 DRAM die 또는 DRAM-Logic간 수직 적층에 적용

 hybrid bonding이 요구되는 곳



Chapter 04. 신규사업

 하이브리드 본딩 고객의 요구 사항을 충족하는 최초의 선구자

 현재 개발중, 2025년 8월부터 웨이퍼 데모 예정(수동 로딩 시스템)

 AEGIS와 KROKY 기술을 결합하여 업계 표준으로 자리매김

- AEGIS의 이미징 기술과 KROKY의 링 프레임 핸들링 메커니즘

 AEGIS-KROKY 결합으로, 업계 최초 50nm 감도 구현

05 새로운 검사장비의 필요성 “ASPER” 



중장기사업전략

Next Inspection Solutions for Semiconductor

맺음말



01 중장기 사업전략 방향“
Chapter 05. 중장기사업전략

사업전략
수요처의 다변화

 Device업체, 디스플레이업체

 재료업체, 장비업체

해외 거점의 확대

 중국, 일본

 미국, 유럽, 싱가폴

국내외 생산기반 확대

 동탄 산단

 용인 반도체 클러스터

 NAKEXIN ( Wuxi )

제품의 다각화

 AEGIS, DUV, IRIS, KROKY

ASPER , NeXray

 RESQ



35

NAKEXIN @ 2025. 10  

Huahong
Wuxi

NAKEXIN



Chapter 05. 중장기 사업전략

 애플은 휴대폰 시장의 패러다임을 바꾸며 스마트폰의 시대를 창출
 삼성은 그 뒤를 빠르게 추격하며, 현재는 시장 점유율 1위를 차지

 KLA는 웨이퍼 결함 검사 분야에서 기술 혁신을 선도하며 새로운 기준을 제시
 넥스틴(NEXTIN)은 후발주자로 시장에 진입하여, 시장 내 입지를 확대 중

 KLA가 시장을 개척했고,  NEXTIN은 점유율 확대 중

02 맺 음 말“



감사합니다.

NEXTIN brings Competition into the Wafer Inspection Market !!!

For more information contact:

Investor Relations

ir@nextinsol.com

031-629-2353


